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前言

　　电子产品制造中的电气互联技术是指在电、磁、光、静电、温度、湿度、振动、速度、辐射等已
知和未知因素构成的环境中，任何两点（或多点）之间的电气连接制造技术以及相关设计技术。
它是传统电气互联技术概念的新描述。
在电子元器件微制造技术和电子电路表面组装技术（SMT）等新兴技术的推动下，现代电气互联技术
具有比传统的电气互联技术更丰富的内涵，已经成为电子产品先进制造的核心技术。
　　电气互联技术具有涉及学科和知识面宽、综合性强、技术发展快等特点，是一门多学科综合性工
程技术。
目前，在元器件级互联与封装技术、板级或组件级组装技术、整机或系统级装联技术等传统技术基础
上，表面组装技术、高密度组装技术、立体组装技术、微系统互联技术、绿色互联技术等技术为标志
的新兴技术已经日趋成熟，并已经逐步发展成为电气互联技术的主体技术内容。
　　本书力图通过对电气互联技术概念和主要技术的描述和介绍，较为系统、全面地反映出现代电气
互联技术的知识内涵和体系结构，从而便于从事电子制造工程类专业或相关专业方向的读者学习。
同时，也希望现代电气互联技术在快速发展的同时，其定义、内涵、技术体系等知识内容的解读也能
与时俱进，以利该门综合性工程技术的学科专业归类、科学研究和建设。
　　全书分为8章，内容包括：电气互联技术基本概念、技术体系、现状与发展等内容概述，互联基
板技术，器件级互联与封装技术，PCB级表面组装技术，表面组装工艺技术，SMT组装系统，整机互
联技术，电气互联新工艺等主要技术的论述与介绍。
本书在编写中参考和引用了部分文献的相关内容，因文献量较大，仅列出了主要参考文献。
　　电气互联技术涉及知识面广，技术内容新且非常丰富，要在本书中予以系统和全面的介绍是困难
的；同时，由于作者的水平有限，书中也一定存在着不少谬误，不足之处请同行专家和读者谅解。
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内容概要

　　《电子制造中的电气互联技术》介绍电子产品制造中的电气互联技术，全书共8章，内容包括：
电气互联技术基本概念、技术体系、现状与发展等内容概述，互联基板技术，器件级互联与封装技术
，PCB级表面组装工艺技术，SMT组装技术，整机互联技术，电气互联新工艺等主要技术的论述与介
绍。
　　《电子制造中的电气互联技术》可作为高等院校电子制造工程类专业方向的教材，也可供从事电
子制造的工程技术人员自学和参考。
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章节摘录

　　SMT等互联技术的快速发展，在促进电子产品向微型化和高性能化发展的同时，也带来了从电路
设计、焊点设计到焊接工艺设计、热设计与动态特性设计等一系列可靠性设计方面的新问题。
主要内容有：电路性能可靠性设计；电路布局布线及其抗干扰设计；互联焊点可靠性设计；组装质量
可靠性设计；热可靠性设计；电磁兼容设计；振动、冲击、热应力等环境下的动态特性设计等。
这些问题的解决，必须采用计算机仿真技术、CAD与优化设计技术、虚拟设计技术等先进的技术手段
和方法。
　　1.电路及其电路模块的CAD与优化技术　　美国EESOF、COMPACT和HP等公司的电路CAD软件
已广泛使用，并具有模拟功能强、应用频率范围宽、功能更新快等特点。
而且有完备的分级软件体系，分别有适用于系统及分系统设计、电路设计、单器件特性设计等不同设
计需求的CAD软件。
电路CAD不仅取代了电路设计和制造工艺中的许多试验调试环节，而且已成为先进的薄膜集成电路、
单片微波集成电路（MMIC）和微系统组件等难以在试验板上进行调试的电路设计的唯一方法。
电路CAD的发展趋势是计算机辅助参数性能测试（CAT），以及CAD、CAT和计算机辅助工程（CAE
）有机结合的自动设计系统，并已向着智能化和设计专家系统方向发展。
这些高层次系统将是电路设计、制造、调试、维护的综合体。
　　电路模块可靠性设计的重要性已被人们普遍接受，国内外在电路模块的电路设计过程中普遍采用
计算机辅助手段和应用专用设计工具的同时，已经向采用计算机模拟、动态仿真分析和验证等技术，
进行面向制造、测试、维护的可靠性综合设计方向发展。
　　图1.9为日本某公司提出的一种电路可靠性设计软件系统的结构组成示意图。
利用它可以进行面向制造、测试和维护的综合性可靠性设计。
国内近些年投入该电路及其电路模块的CAD与优化技术方面研究工作的单位和部门越来越多，但总体
水平还不高，尚无自主研究的微波电路设计实用软件和电路模块级的电路可靠性多学科综合设计实用
软件面世。
实际应用的设计软件基本为引进的非综合性设计软件，以及利用通用商品化软件进行诸如热分析等单
学科的可靠性设计。
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编辑推荐

　　电子制造中的电气互联技术——《电子制造中的电气互联技术》介绍电子产品制造中的电气互联
技术，全书共8章，内容包括：电气互联技术基本概念、技术体系、现状与发展等内容概述，互联基
板技术，器件级电气互联与封装技术，PCB级表面组装技术，表面组装工艺技术，SMT组装系统、整
机互联技术，电气互联新工艺技术等电气互联主要技术的论述与介绍。
　　电子设备人机工程设计及应用一将人机工程的原理和准则应用于电子设备的设计中，为工程技术
人员和管理者提供一些实用的数据、方法和实例。
　　电子设备热设计——是芯片级、元件级、组体级和系统级可靠性设计的一项关键技术。
《电子制造中的电气互联技术》对电子设备热设计基本理论、基本要求和设计准则，电子设备的热分
类、冷却方法的选择，各种冷却技术及热测试技术等进行了详细的论述。
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